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二、内容简介
　　半导体产业作为信息技术革命的核心驱动力，正处于前所未有的变革时期。摩尔定律逐渐逼近极限，促使业界探索新型材料和架构以延续性能提升的步伐。目前，硅基集成电路仍然是主流选择，但第三代宽禁带半导体（如碳化硅、氮化镓）因其优异的电学特性而在功率电子器件方面展现出巨大潜力。与此同时，量子点、二维层状材料等前沿研究正逐步走向实用化阶段，有望带来全新的计算范式。封装技术同样经历着深刻变化，三维堆叠、扇出型晶圆级封装等形式不仅提高了集成密度，还改善了散热性能。智能制造理念贯穿于整个产业链条，从设计仿真到生产制造再到质量检测，均实现了高度自动化和信息化。
　　未来，半导体行业将更加聚焦于低功耗、高性能以及多功能集成的方向。市场调研网认为，一方面，继续深化异构计算平台建设，通过混合使用CPU、GPU、FPGA等多种处理器单元，满足不同应用场景下的计算需求；另一方面，强化边缘计算能力，使智能终端能够在本地完成复杂任务而不必完全依赖云端服务器。随着5G通信网络的普及，物联网(IoT)设备数量激增，这对半导体芯片提出了小型化、低成本的要求。此外，安全性和可靠性也成为关注焦点，尤其是在自动驾驶汽车、医疗保健等关键领域。最后，随着环境保护法规日趋严格，采用可再生能源供电、减少有害物质排放将是企业履行社会责任的重要体现。
　　半导体是指导电能力介于金属和绝缘体之间的固体材料。半导体的应用十分广泛，主要是制成有特殊功能的元器件，如晶体管、集成电路、整流器、激光器以及各种光电探测器件、微波器件等。
　　据市场调研网（中智林）《2009-2010年中国半导体行业市场预测及投资分析报告》，2009年半导体行业市场规模达 亿元，预计2010年市场规模将达 亿元，期间年均复合增长率（CAGR）达 %。报告由通讯电子行业的高级研究员和资深业内人士全力合作完成，报告在充分的市场调研和专家座谈的基础上，通过分析过去五年内半导体行业的发展历程和变化特征，深刻剖析了半导体行业的运行规律及发展现状，并根据市场需求的变化、项目的实施进度以及产业政策规划等方面对未来五年内半导体市场的走向做出尽可能合理而准确的预测。本报告所采用的数据主要来自于国家统计局、工业和信息化部、国家发改委和中国人民银行等等。
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